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报告简介
以太网交换芯片是以太网交换机的核心部件。以太网交换机为用于网络信息交换的 网络设备，是实现各种类型网络终端互联互通的关键设备。以太网交换机对外提供高速 网络连接端口，直接与主机或网络节点相连，可为接入设备的任意多个网络节点提供电信号通路和业务处理模型。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家发改委、国务院发展研究中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国交换芯片的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国交换芯片制造业发展状况和特点，以及中国交换芯片行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球交换芯片发展态势作了详细分析，并对中国交换芯片行业进行了趋向研判，是国内的交换芯片生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前中国交换芯片行业的发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
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